　　　　　　　　　　　　　　解体性接着技術研究会

　　　　　　　　　　　　　第2回研究会＆シンポジウム
日時：2010年2月12日（金）　10:00~19:30
場所：東京工業大学　百年記念館（３F フェライト会議室）

・会長挨拶（１０：００～１０：１０）
・講演１（１０：１０～１０:５０）

　　　　  「JCIIの易解体材料技術研究会」について
　　　　　　（財）化学技術戦略推進機構(JCII)    　 戦略推進部　天谷　直之　氏
・講演２（１１：００～１２：１０）

　　　　　「可逆反応により構築したネットワークポリマー材料の機能」

　　　　　　　　東京大学　生産技術研究所　　　　　　　准教授　吉江　尚子　氏
・講演３（１３：２０～１４：３０）

　　　　　「脱着可能な接合」（仮題）

　　　　　　　　東京工業大学　大学院理工学研究科　国際開発工学専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　高橋　邦夫　氏
・講演４（１４：４０～１５：５０）

　　　　　　　「熱膨張性マイクロカプセルについて」
　　　　　　　　　　松本油脂製薬(株)　第3研究部　　　　　　部長　伊藤　茂樹　氏
・講演５（１６：００～１７：１０）

　　　　　「常識を覆す！　熱可塑性エポキシ樹脂」　　　　　　　　
　ナガセケムテックス株式会社　研究開発部　　　　辻村　豊　　氏
懇親会（１７：３０～１９：３０）

　　　　　　東京工業大学　百年記念館(於：５F角笛)
―記―

＊　研究会＆シンポジウム及び懇親会への出欠はメールにて,
　解体性接着技術研究会事務局(日本接着剤工業会内)宛,連絡をお願い致します。

　　         　Mail address：jaia@oak.ocn.ne.jp
＊参加費

個人会員：無料　　　　法人会員：３人まで無料

会員外：5,000円（但し懇親会費を含みます）,講演会のみ：3,000円
　　　：5,000円で会員になって頂ければ,懇親会及び第３回研究会への参加が無料になります。
· ２００９年度第３回研究会は2010年６月に大阪にて開催予定です。
会場案内
東急目黒線・大井町線大岡山駅下車徒歩１分

東京工業大学大岡山キャンパス・正門わき
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